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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC47)归口。
本文件起草单位:中国航天科技集团有限公司第九研究院二○○厂、中国电子技术标准化研究院、

中国电子科技集团公司第十五研究所。
本文件主要起草人:暴杰、赵钺、王轶、王丽娜、曹易、郭晓宇。
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电子组装件焊接的返工、改装和
返修工艺要求

1 范围

本文件规定了适用于电子组装件焊接的返工、改装和返修的内容和工艺要求。
本文件适用于将元器件与印制板和最终产品相关部件连接的电子组装件焊接制造过程中的返工、

改装和返修,也适用于混合安装技术产品组装中的相关作业活动。
本文件也包括与返工相关的设计内容的指南。
注:在不引起混淆的情况下,本文件中的“返工操作”适用于返工、改装和返修。仅适用于返工的操作会以“返工操

作(仅适用返工)”表示。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2036 印制电路术语

GB/T4725 印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板

GB/T19247.1—2003 印制板组装 第1部分:通用规范 采用表面安装和相关组装技术的电子

和电气焊接组装的要求

GB/T19247.2—2003 印制板组装 第2部分:分规范 表面安装焊接的组装要求

GB/T19247.3—2003 印制板组装 第3部分:分规范 通孔安装焊接组装的要求

GB/T19247.4—2003 印制板组装 第4部分:分规范 引出端焊接组装的要求

GB/T31474 电子装联高质量内部互连用助焊剂

GB/T31475 电子装联高质量内部互连用焊锡膏

GB/T31476 电子装联高质量内部互连用焊料

GB/T33772.1 质量评价体系 第1部分:印制板组装件上缺陷的统计和分析

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T2036界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
返工 rework
通过使用原来工艺或变更等效工艺,使不合格产品符合适用图纸要求或技术规范的操作。

3.1.2
返修 repair
恢复有缺陷产品使之符合适用图纸要求或技术规范的操作。
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